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壹、互動機制 
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1.貴公司與工研院人員經常性的溝通………………………………… o o o o o o o 

2.貴公司經常與工研院透過人員非正式集會場所交換資訊………… o o o o o o o 

3.貴公司經常與工研院以正式會議或書面文件傳遞訊息…………… o o o o o o o 

4.工研院主動積極告知貴公司與該科技專案相關之技術資訊………  o o o o o o o 

5.工研院願意提供貴公司使用其研究設備及相關資源……………… o o o o o o o 

6.工研院提供充分之相關技術領域的開發資料……………………… o o o o o o o 

7.工研院提供明確的新技術文件或操作手冊………………………… o o o o o o o 

8.工研院提供適時的技術移轉諮詢…………………………………… o o o o o o o 

 

貴主管您好： 

由於經營環境的變動，企業與研究機構間的合作研發模式，已經成為企業獲取技術以

創造競爭優勢的主要方式之一。本研究旨在探討與國內研究機構(工研院)合作研發的廠商

其參與合作研發聯盟的動機、互動機制與績效之關係。煩請  貴公司內曾參與                                                                    

                                                   計畫的最高負責人親自填答。 

本問卷大約僅需佔用您十分鐘的時間，非常謝謝您在百忙之中抽空回答本問卷，由於

您的協助使得本研究得以順利進行。我們所得之資料僅供學術性之研究分析，是以整體的

方式出現絕不單獨對外發表，敬請放心填答。 

俟本研究告一段落後，我們會將本研究之結果摘要寄送給您，再一次謝謝您的協助，

並祝您闔府平安、萬事如意！ 

 

                                                     義守大學企業管理系 

                                                             方世杰博士 敬上 

                                         

聯絡電話：07-6577493 

聯絡地址：高雄縣大樹鄉學城路一段一號 



 
 
 
貳、動機因素 
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 1.貴公司參加專案的動機為共同分攤研發成本 …………………… o o o o o o o 

 2.貴公司參加專案的動機為降低資訊搜尋的成本 ………………… o o o o o o o 

 3.貴公司參加專案的動機為政府的獎勵措施 ……………………… o o o o o o o 

 4.貴公司參加專案的動機為取得最新的科技 ……………………… o o o o o o o 

 5.貴公司參加專案的動機為接觸工研院學習其技術開發經驗 ……                       o o o o o o o 

 6.貴公司參加專案的動機為培養自身的研發人才 …………………                o o o o o o o 

 7.貴公司參加專案的動機為促進與工研院的資訊交流 ……………    o o o o o o o 

 8.貴公司參加專案的動機為加快新產品上市速度 …………………        o o o o o o o 

 9.貴公司參加專案的動機為縮短研發時程 ………………………… o o o o o o o 

10.貴公司參加專案的動機為促進與工研院的人才交流 ……………     o o o o o o o 

11.貴公司參加專案的動機為共同制定新產品規格 ………………… o o o o o o o 

12.貴公司參加專案的動機為因應國內外的競爭壓力 ………………       o o o o o o o 

13.貴公司參加專案的動機為使用工研院的技術專利 ……………… o o o o o o o 

14.貴公司參加專案的動機為使用公司所缺乏的昂貴設備 ………… o o o o o o o 

15.貴公司參加專案的動機為使用公司所缺乏的研發人才 ………… ¨ o o o o o o 

 

參、工研院的角色 
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1.貴公司認為工研院在相關技術領域之成果(聲譽)………………… o o o o o o o 

2.貴公司認為工研院在該專案之前對相關技術領域之投資額度…… o o o o o o o 

3.貴公司認為工研院人員過分重視研究成果(論文、專利、雛型)的程
度…………………………………………………………………… o o o o o o o 

4.貴公司認為工研院瞭解產品規格、技術產品化的要件、業界容許
的價格與品質的程度………………………………………………… o o o o o o o 

5.貴公司認為工研院充分提供相關市場需求及技術發展趨勢資訊之
程度…………………………………………………………………… o o o o o o o 

 



 

肆、廠商特性 
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1.貴公司研發費用佔營業額比例……………………………………… o o o o o o o 

2.貴公司研發人員大專以上學歷之比例……………………………… o o o o o o o 

3.貴公司研發人員佔全部員工人數之比例…………………………… o o o o o o o 

4.新技術之採用與貴公司原有生產作業流程相容的程度…………… o o o o o o o 

5.貴公司對新技術在參加專案前就有投資(或瞭解)的程度………… o o o o o o o 

6.貴公司過去參加科技專案而與工研院之互動經驗程度…………… o o o o o o o 

 

伍、技術特性 
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1.該科技專案所開發之新技術的標準化程度………………………… o o o o o o o 

2.該科技專案所開發之新技術明文化為報告文件之困難程度……… o o o o o o o 

3.該科技專案所開發之新技術必須橫跨其他技術領域的程度……… o o o o o o o 
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1.貴公司認為該專案達成原訂目標的程度…………………………… o o o o o o o 

2.貴公司對整個專案運作過程的滿意程度…………………………… o o o o o o o 

3.貴公司認為該專案為公司降低成本之效益程度…………………… o o o o o o o 

4.貴公司評估該專案所開發之新技術商品化的潛力………………… o o o o o o o 

5.貴公司評估本身技術能力因參與專案而提昇的程度……………… o o o o o o o 

6.貴公司對該專案所開發新技術之採用程度………………………… o o o o o o o 

 



柒、公司基本資料 

 

1.請問貴公司  年底的資本額為多少？ 

o 1000萬元以下 o 1000∼3000萬元 o 3000∼5000萬元 
o 5000萬元∼1億元 o 1∼5億元 o 5∼10億元 
o 10∼50億元 o 50∼100億元 o 100億元以上 

 

2.貴公司在近三年的年平均營業額為 

o 1000萬元以下 o 1000∼3000萬元 o 3000∼5000萬元 
o 5000萬元∼1億元 o 1∼5億元 o 5∼10億元 
o 10∼50億元 o 50∼100億元 o 100億元以上 

3.請問貴公司近三年來研發費用佔營業額的平均比例為多少 

o 0.5% 以下 o 0.5∼1% o 1∼2% 

o 2∼5% o 5∼10% o 10∼15% 

o 15%以上     

 

4.請問貴公司研發人員的平均學歷為 
o 高中 o 高中∼專科 o 專科 
o 專科∼大學 o 大學 o 大學∼碩士 
o 碩士 o 碩士∼博士 o 博士 

 

    本問卷到此告一段落，再次的謝謝您的協助，最後請您再翻閱一次，是否有

遺漏的地方，並請折疊裝訂後寄回，謝謝！ 

    敬請填上您的大名與地址，俟論文完成後定當奉上研究結果摘要以供參考。

問卷中若發現任何問題，敬請不吝賜教！ 

 

姓名                       聯絡電話                       分機                        

公司名稱                      部門單位                    職稱               

地址                           

 


